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散热桥技术

应用

• 高性能计算（HPC）

• 以太网交换机

• 5G/无线

• 服务器

• 以太网SP路由

• 芯片组冷却

主要优势

• 热阻性能提升 2 倍

• 更加可靠，更加耐用

• 更加易于维护

产品手册

• 文件编号： 108-130042

用于输入/输出（I/O）应用

散热桥技术是 TE Connectivity（TE）最新开发的创新型散热技术，与传统的散热技术（如间隙垫或散热垫）相比，热阻性能提升 2 倍。这一解决

方案的适时推出，旨在满足客户由于功率要求日益增长而需要更多散热方式的需求，特别是气流受限的应用、液体冷却或冷板应用。

散热桥技术相比市场上同类散热解决方案具有更出色的散热性能，此外还提供更高的可靠性，而这要归功于其可防止该产品日渐产生凝固和松弛的弹

性压缩设计。其有助于确保性能的一致性和持久性，减少维修期间更换部件的情况。

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%257F108-130042%257FE%257Fpdf%257FEnglish%257FENG_SS_108-130042_E.pdf%257FN-A


散热桥的工作原理

• 一系列高度平行的板块交错排列，使热量从I/O模块传递到冷却区

• 集成的机械弹簧提供接口力和1.0毫米的压缩行程

• 板块间隙近乎为零，增强了可压缩性和热传导性能

• 预先装配在I/O笼上

• 接口可加油脂（可选）

技术特点和优势

• 弹簧桥提供1.0毫米（典型值）的 Z 轴压缩行程

• 独立的板块驱动支持在 X 轴上实现表面保形性

• 双弹簧设计允许在 Y 轴上实现倾斜适应性

• 如果每个板块有 3 个触点，则一个典型的散热桥将有 150 多个接触点与相邻表面接触

• 干接口阻力比大多数传统型骑式散热器低 20-40%
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带散热桥的笼式组件

TE 产品料号 形状系数 配置 图片

2358986-1 SFP+ 1x1

2354751-1 QSFP-DD 1x1

2359309-1 QSFP28 1x1

2354935-1 QSFP28 1x4

2355519-1 QSFP28 1x6

如需了解定制设计方案，请联系TE。

散热桥技术

https://www.te.com/chn-zh/products/connectors/pluggable-connectors-cages/intersection/thermal-bridge.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/chn-zh/product-2358986-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2354751-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2359309-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2354935-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2355519-1.html

